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FIG.1c

(57) Abstract: The invention relates to a heat sink (40) made from a thermally conducting material and intended for thermally connect-
ing an optoelectronic sensor (10) to a rigid cradle (30) cooled by external cooling means; the optoelectronic sensor (10) being mounted
on a printed circuit (20); the cradle having at least one fixing boss (32) and an opening (31) intended to house the optoelectronic sensor
(10); said heat sink (40) comprising: - a base (41) intended to be placed in thermal contact with at least one fixing boss (32) of the
cradle; - a protuberance (42) intended to be placed in thermal contact with an underside face of the optoelectronic sensor (10) through
a hole passing through the printed circuit (20).

(57) Abrégé : L'invention concerne une picce de drainage thermique (40) réalisée en un matériau thermiquement conducteur et destinée a
connecter thermiquement un capteur optoélectronique (10) a unberceau (30) rigide refroidi par des moyens de refroidissement externes;
le capteur optoélectronique (10) étant monté sur un circuit imprimé (20); le berceau présentant au moins un bossage de fixation (32) et
une ouverture (31) destinée a loger le capteur optoélectronique (10); ladite piéce de drainage thermique (40) comprenant : - une base (41)
destinée a étre mise en contact thermique avec au moins un bossage de fixation (32) du berceau; - une protubérance (42) destinée a étre
mise en contact thermique avec une face inférieure du capteur optoélectronique (10) a travers un trou traversant le circuit imprimé (20).
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